
Ｘ 線 サ ン プ ル 撮 影

：撮影型式 MSX2000Ｘ線断層撮影検査装置

：撮影日 ２０１０年　１月１８日
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２

（２）　ＢＧＡボール（φ０．７６）の位置ズレ

透視撮影

管電圧６６ｋＶ 倍率５５倍

断層撮影断層撮影

ボールのズレ

管電圧７２ｋＶ 倍率４０倍

ボールのズレ



３

（３）　ＢＧＡボール（φ０．５４）の浮き上がり

透視撮影

管電圧６２ｋＶ 倍率４０倍

断層撮影

ボールの

管電圧６２ｋＶ 倍率４０倍

ボールの



４

（４）　両面実装表側ＢＧＡボール（φ０．７６）の変形　〔自動判定〕

透視撮影

管電圧６４ｋＶ 倍率４０倍

断層撮影

ボールの変形

管電圧６４ｋＶ 倍率４０倍

ボールの変形



５

（５）　コネクター端子の挿入部

透視撮影

管電圧５５ｋＶ 倍率２０倍

断層撮影

ハンダ溶けこみ不足

管電圧７５ｋＶ 倍率２０倍

ハンダ溶けこみ不足



６

（６）　ＱＦＰリードフレームのバックフィレット

透視撮影

管電圧６５ｋＶ 倍率４０倍

断層撮影 （３段階） 管電圧７０ｋＶ 倍率４０倍



７

（７）　部品（抵抗、コンデンサ）の有無

透視撮影

管電圧６１ｋＶ 倍率２０倍

断層撮影断層撮影

管電圧６４ｋＶ 倍率２０倍
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